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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทั
ท่ีท าการศึกษาพบปัญหาท่ีไม่สามารถท าการผลิตแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบของลูกคา้ได ้ซ่ึงเกิดจาก
ขอ้จ ากดัในการผลิต ทั้งตน้ทุนการผลิต วตัถุดิบ และกระบวนการผลิต ผูว้ิจยัจึงมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อปัญหาดงักล่าว เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีจะสามารถปรับเปล่ียนใหส้ามารถผลิตตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาน้ี 
 จากการเก็บข้อมูล พบว่างานท่ีสามารถท าได้ แต่ต้องมีการขอแก้ไขแบบแผ่นพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ (Condition) มีจ  านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ งานท่ีไม่สามารถท าได ้(Reject) และงานท่ี
สามารถท าไดเ้ลย (Accept) ตามล าดบั ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดใ้ชท้ฤษฏี Why-Why Analysis ในการวเิคราะห์หาสาเหตุ
ท่ีไม่สามารถท าการผลิตแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบของลูกคา้ได ้พบวา่ความสามารถของเคร่ืองจกัร
ท่ีใช้ในการผลิตลายวงจรมีประสิทธิภาพต ่า จากนั้นท าการหาแนวทางการในการแก้ไขปัญหา โดยการซ้ือ
เคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีความสามารถในการผลิตท่ีดีกว่า เพื่อให้สามารถรับผลิตงานจากลูกคา้ไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงั
สามารถรองรับเทคโนโลยใีหม่ๆ ได ้
 ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้สามารถรับผลิตงานจากลูกคา้ไดม้ากข้ึน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดย
ประเมินจากจ านวนงานท่ีตอ้งขอแกไ้ขลายวงจร (Circuit) เทียบกบัจ านวนงานทั้งหมดท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 
 

ABSTRACT 
 This study aims to present the study of factors affecting the production of printed circuit board that 
company can’t produce printed circuit board which customer design that caused by limited production such as 
production cost, material and production process. So the researcher need to study of factors affecting to support 
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the technological change that can be adjusted to be able to produce printed circuit board design from customer 
effectively. The objective of this research was to know the cause and guideline for solving this problem. 
 Accordingly, the design from customer that can be produce but must have a request to modify the 
printed circuit board (Condition) is the most of quantity, followed by the design from customer that can’t be 
produce (Reject) and the design from customer that can produce directly, respectively. So that, the tool for 
analyze the cause of problem was Why-Why Analysis. Analysis revealed that the cause of problem was machine 
which low efficiency to produce circuit design. Then, guideline for solving this problem was buy the new 
machine which better capability in order to be able to receive more job from customers and can support new 
technologies. 
 As a result, it is possible to receive more than 50 percent of the work from customer by evaluating 
the number of jobs which must have a request to modify the circuit design against the total amount of job 
received from customers.  
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้มีความตอ้งการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความหลากหลายมากข้ึน 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ียงัต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภค เป็นต้น ซ่ึงแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคญัช้ินหน่ึงในการผลิตสินคา้และอุปกรณ์ต่างๆท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การพฒันาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน จึงท าใหมี้วงจรไฟฟ้าท่ีมี
ความละเอียดซบัซอ้นมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีขนาด
ของลายวงจรเล็กลงและซบัซ้อน และมีจ านวนชั้น (Layer) ของแผน่วงจรมากข้ึน ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลง
ทางเทคนิค การผลิตท่ีต้องการทกัษะในการผลิตสูง เพื่อให้ได้ PCB คุณสมบติัพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพตามตอ้งการ นอกจากนั้นยงัอาจมีความหลากหลายของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต เช่นการใชล้ามิเนตท่ีมี
หลากหลายยี่ห้อและหลากหลายรุ่น ความตอ้งการวตัถุดิบท่ีมีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มของการใชง้านท่ีมี
การแปรเปล่ียนอุณหภูมิท่ีสูงและอยา่งรวดเร็ว หรือความตอ้งการใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 แผ่นพิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์มีการใช้วตัถุดิบและกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัการ
ออกแบบแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์และขอ้ก าหนดของลูกคา้ ซ่ึงบริษทัท่ีท าการศึกษาพบปัญหาท่ีไม่สามารถ
ท าการผลิตแผ่นพิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบของลูกคา้ได ้ซ่ึงเกิดจากขอ้จ ากดัในการผลิต ทั้งตน้ทุนการ
ผลิต วตัถุดิบ และกระบวนการผลิต ท าใหสู้ญเสียโอกาสและรายไดเ้ป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัจึงมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลกระทบต่อปัญหาดงักล่าว เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนให้สามารถ
ผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่สามารถท าการผลิตแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบของลูกคา้ได ้
 

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาบริษทัท่ีผลิตแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง โดยใช้
ขอ้มูลท่ีเก็บตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ทราบสาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา สามารถท าการผลิตแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ตาม
แบบของลูกคา้ได ้ซ่ึงอาจส่งผลใหมี้รายไดม้ากข้ึน รักษาฐานลูกคา้ และมีลูกคา้ใหม่ๆเพิม่มากข้ึนอีกดว้ย 
 

ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 7 QC Tools เป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็น
การรวบรวมและประยกุตใ์ชว้ิธีการทางสถิติ การใชห้ลกัการทางดา้นเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในดา้นต่าง ๆ มา
รวบรวม และเลือกใชใ้นการจดัการกบัปัญหาแต่ละชนิด อนัไดแ้ก่ แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect 
Diagram) แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ (Graph) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) แผนภูมิการควบคุม 
(Control Chart) ฮิสโตแกรม (Histogram) และแผนผงัการกระจาย (Scatter Diagram) 
 Why-Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นตน้เหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็น
ระบบ เป็นขั้นตอน เม่ือมีปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึน จะระดมสมองเพื่อหาปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท าให้เป็น
ตน้เหตุโดยการตั้งค  าถามวา่ “ท าไม” โดยตั้งค  าถามไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ไดปั้จจยัท่ีเป็นตน้ตอของปัญหาในช่อง
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สุดท้าย ปัจจยัท่ีอยู่หลังสุด จะต้องเป็นปัจจยัท่ีสามารถพลิกกลับกลายเป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ (เป็น
มาตรการป้องกนัไม่ใหปั้ญหาเกิดข้ึนซ ้ าอีก) 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 จกัรชัย น ้ าผึ้ ง (2555) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้แนวทางท่ีจะพฒันา ปรับปรุงเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ และวธีิการ โดยใชเ้ทคนิคและทฤษฎีต่างๆ มาใชไ้ดแ้ก่ ทฤษฎีการวเิคราะห์ภาวะลม้เหลวและผลกระทบ 
FMEA (Failure Mode and Effected Analysis) ทฤษฎีวิเคราะห์สาเหตุผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram) เพื่อหา
สาเหตุ และทฤษฎีการตั้งค  าถามท าไม ท าไม (Why-Why Analysis) เพื่อระบุถึงปัญหา หลงัจากท่ีทราบสาเหตุ
ของปัญหาแลว้วิศวกรผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้ทคนิคต่างๆ มาแกไ้ขปัญหาไดแ้ก่ เทคนิคการข้ึนรูปขางานแบบเอียง 45 
องศา (Incline Form) และเทคนิคการเคลือบผวิแบบ DF Coating ผลของการพฒันาท าให้บริษทัสามารถผลิตงาน
ไดต้ามขอ้ก าหนดมาตรฐานของลูกคา้ท าให้มีใบสั่งซ้ืองานประเภท PPF มาตั้งแต่เดือน พฤษภาตม 2554 เพิ่มข้ึน 
20% หรือคิดเป็น 10 ล้านช้ินต่อเดือน โดยมีการติดตามผลและควบคุมการผลิตด้วยทฤษฎีทางสถิติ SPC 
(Statistical Process Control) มีการติดตามผลอุปกรณ์ท่ีพฒันาข้ึนจนถึงปัจจุบนั 
 นายโสภณ เกิดสมบัติ นายณัฐกิตต์ิ ทั่งทอง นายณัฐพงษ์ เชยชม  (2560) ได้ศึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการบรรจุน ้ าด่ืม ซ่ึงอาศยัการประยุกต์ใชแ้นวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง KAIZEN ในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหาในกระบวนการบรรจุน ้ าด่ืม ผูว้ิจยัไดน้ าเทคนิค 7 QC Tools มาใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา จากนั้นน าเทคนิค Why-Why Analysis มาวิเคราะห์เพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เม่ือทราบสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงแลว้จึงท าการวางแผนและก าหนดวิธีการแกไ้ข 
และน าหลกัการ 5W1H มาใช้ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัปัญหาไม่ให้เกิดซ ้ า ผลจากการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตท าใหข้องเสียลดลง 5 เปอร์เซ็นต ์แสดงใหเ้ห็นวา่การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง KAIZEN นั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลด
ตน้ทุนในกระบวนการผลิตจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอีกทั้งสถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงไดเ้ช่นกนั 
 ณัฐนนท์ จิวะไพศาลพงศ์ (2555) ไดศึ้กษาการลดตน้ทุนของสินคา้ท่ีเกิดจากปัญหาของระบบการ
จดัเก็บสินค้าท่ีไม่เหมาะสมและความเสียหายของสินค้าจ านวนมากอันเกิดจากกระบวนการผลิต โดยใช้
เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (7QC Tools) มาท าการวเิคราะห์หาสาเหตุเพื่อแกไ้ขของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
สินคา้ ดว้ยการใชใ้บตรวจสอบ (Check sheet) ส ารวจและเก็บขอ้มูล น ามาแจกแจงดว้ยแผนภูมิพาเรโต (Pareto 
chart) จากนั้นใช้ (Brainstorming, Fish-Bone diagram) เพื่อหาและวางมาตรการแกไ้ขลดปริมาณสินคา้ท่ีไม่ได้

1495



5 

 

คุณภาพ ซ่ึงเกิดจากเคร่ืองจกัรท่ีมีอายกุารใชง้านมานานขาดการบ ารุงรักษาท่ีดี อีกทั้งรวมไปถึงการตั้งเคร่ืองจกัร
ท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ ส่วนปัญหาการจดัเก็บสินคา้ไม่มีระบบการจดัการท่ีดี เสียเวลาในการคน้หาสินคา้และ
บางคร้ังผิดพลาด ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าแผนผงัคลงัสินคา้ การก าหนด Location code และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป Microsoft Excel จดัท าขอ้มูลสินคา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บสินคา้และการเบิกจ่ายสินคา้คง
คลงั หลงัจากการด าเนินการปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาต่างๆ พบวา่ สามารถลดของเสียจากการผลิตคิดเป็นมูลค่า 
1.07 ลา้นบาทต่อปี และสามารถลดเวลาในการหาสินคา้คงคลงัลงร้อยละ 43.17 
 

การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น 
 1. ประเภทของผลิตภณัฑ์ 
  1) Single-sided PCB 
  2) Double-sided PCB ชนิด Non Plate Through Hole 
  3) Double-sided PCB ชนิด Silver Paste Through Hole 
  4) Double-sided PCB ชนิด Copper Paste Through Hole 
  5) Double-sided PCB ชนิด Plate-through-hole 
  6) Multilayer PCB 
 2. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
  1) แผน่เคลือบทองแดง (Copper Clad Laminate : CCL) 
  2) Prepreg (PP) 
  3) หมึก Solder mask Marking Peelable Carbon Silver และ Copper 
 3. การเคลือบปิดผวิ (Surface finishing) 
  1) Organic Surface Preservation (OSP) 
  2) Hot Air Solder Leveling (HASL) 
 4. กระบวนการผลิต 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดใ้ช้ check sheet เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการบนัทึกขอ้มูลและท า
การตรวจสอบแบบแผ่นพิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดจ้ากลูกคา้ว่าสามารถท าได้หรือไม่ ในรูปแบบของไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว น าข้อมูลทั้งหมดมาท าการพลอตกราฟแสดงผลการ
ตรวจสอบแบบแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ ดงัภาพท่ี 3.4 
 

 
 
ภาพท่ี 3.4 กราฟแสดงผลการตรวจสอบแบบแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 จากกราฟดงัภาพท่ี 3.4 จะเห็นไดว้า่ งานท่ีสามารถท าได ้แต่ตอ้งมีการขอแกไ้ขแบบแผน่พิมพว์งจร
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ (Condition) มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 840 งาน คิดเป็น 53.61 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ งาน
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ท่ีไม่สามารถท าได ้(Reject) จ  านวน 642 งาน คิดเป็น 40.97 เปอร์เซ็นต์และงานท่ีสามารถท าไดเ้ลย (Accept) 
จ  านวน 85 งาน คิดเป็น 5.42 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลงานท่ีสามารถท าได ้แต่ตอ้งมีการขอแกไ้ขแบบแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์
ของลูกคา้ (Condition) และงานท่ีไม่สามารถท าได ้(Reject) ดงัน้ี 
 1. งานท่ีสามารถท าได้ แต่ต้องมีการขอแก้ไขแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า 
(Condition) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ลายวงจร (Circuit) โซลเดอร์มาร์ส (Solder mask) มาร์ค
ก้ิง (Marking) รู (Hole) และกรอบงาน (Outline) ดงัภาพท่ี 4.1 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1 ประเภทของแบบแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งขอแกไ้ข 
 
 ภาพท่ี 3.5 แผนภูมิพาเรโต แสดงให้เห็นวา่ประเภทของแบบแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งขอ
แกไ้ขมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ลายวงจร (Circuit) จ  านวน 780 งาน คิดเป็น 72.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ Solder 
mask จ านวน 178 งาน คิดเป็น 16.5 เปอร์เซ็นต ์Marking จ านวน 70 งาน คิดเป็น 6.5 เปอร์เซ็นต ์รู (Hole) จ านวน 
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34 งาน คิดเป็น 3.1 เปอร์เซ็นต์ และกรอบงาน (Outline) จ านวน 18 งาน คิดเป็น 1.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
เน่ืองจากงาน 1 งานอาจจะตอ้งขอแกไ้ขมากกวา่ 1 ประเภท ท าใหจ้  านวนผลรวมของประเภทแบบแผน่พิมพว์งจร
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีตอ้งขอแกไ้ขท่ีจะตอ้งแกปั้ญหามากกวา่จ านวนงานท่ีสามารถท าได ้แต่ตอ้งมีการขอแกไ้ขแบบ
แผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ (Condition) 
 จากนั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาสาเหตุท่ีท าให้ตอ้งขอแกไ้ขแบบลายวงจร (Circuit) ของลูกคา้ โดยใช้
ทฤษฎี Why-Why Analysis ในการวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง ดงัภาพท่ี 4.2 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2 ผงัแสดงการวเิคราะห์ปัญหาท าไมท าลายวงจรไม่ได ้
 
 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาท่ีแทจ้ริงเกิดจากความสามารถของเคร่ืองจกัรมีประสิทธิภาพต ่า 
ดงันั้น ผูว้จิยัจึงท าการศึกษาขอ้มูลของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตลายวงจร (Circuit) ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ดงัน้ี 
 1) Laminator machine 
 เป็นเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการตดัฟิล์มและติดฟิล์มบนแผ่น CCL ตามขนาดท่ีก าหนดให้อตัโนมติั 
ดงัภาพท่ี 4.3 และมี specification ของเคร่ืองจกัรดงัตารางท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.3 Laminator machine รุ่น CSL-A25U 
 
ตารางท่ี 4.2 Specification ของ Laminator machine รุ่น CSL-A25U 
 

Item Specification 
Panel size Length and Width : 250 - 640 mm (10” - 25”) 
Dry film size Width : 250 - 610 mm (10” - 24”) 

Thickness : 15 - 76 µm (0.6 - 3.0 mil) 
Supply roll diameter : Ø160 - 250 mm 

Laminatable 
dimension against 
base board 

front-end spacing from leading edge : 1 - 32 mm (0.04” - 1.26”) 
Rear-end spacing from trailing edge : 1 – 28 mm (0.04” - 1.10”) 
Side edge tolerance : ±1 mm (0.04”) 

Accuracy +/- 1mm 
 
ท่ีมา: https://www.csun.com.tw/en/product/auto-cut-sheet-laminator-4/ 
  
 2) Exposure machine 
 เป็นเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการฉายแสงตามลายวงจรบนฟิลม์ท่ีถูกตั้งค่าไวบ้นเคร่ืองจกัรไปท่ีฟิลม์ท่ี
อยูบ่น CCL ดงัภาพท่ี 4.4 และมี specification ของเคร่ืองจกัรดงัตารางท่ี 4.3 

1500



10 

 

 
 
ภาพท่ี 4.4 Exposure machine รุ่น E2100-5KAC 
 
ตารางท่ี 4.3 Specification ของ Exposure machine รุ่น E2100-5KAC 
 

Item Specification 
Throughput 2~2.5 panels/min 
Panel size 254mm×305mm~534mm×610mm/610×712mm(Increase) 
Thickness 0.1mm~3.2mm 
Warp and Twist Max 5mm 
Thickness tolerance +/- 3 mil 
Panel size tolerance +/- 1mm 
Alignment Precision ≤ 20 µm 
Resolution line/space 62.5 µm / 62.5 µm 

 
ท่ีมา: http://www.cbtech.com.tw/en/product.php?id=117 
 
 หลงัจากท่ีไดศึ้กษารายละเอียดของเคร่ืองจกัร พบว่า เคร่ืองจกัร Laminator ไม่มีผลต่อการท าลาย
วงจร แต่เคร่ืองจกัร exposure มีผลต่อการท าลายวงจร ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหไ้ม่สามารถท าลายวงจรได ้
 2. งานท่ีไม่สามารถท าได ้(Reject) 
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  สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ วตัถุดิบ (Material) วิธีการท างาน (Instruction) 
เคร่ืองจกัร (Machine) และการออกแบบ (Design) ดงัภาพท่ี 4.5 
 

 
 
ภาพท่ี 4.5 ประเภทของแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่สามารถท าได ้
 
  ภาพท่ี 4.5 แผนภูมิพาเรโต แสดงให้เห็นว่าประเภทของแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่
สามารถท าไดท่ี้จะตอ้งแกปั้ญหาและมีจ านวนมากท่ีสุด คือ วตัถุดิบ (Material) จ  านวน 478 งาน คิดเป็น 74.5 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ วิธีการท างาน (Instruction) จ านวน 93 งาน คิดเป็น 14.5 เปอร์เซ็นต์ เคร่ืองจักร 
(Machine) จ านวน 56 งาน คิดเป็น 8.7 เปอร์เซ็นต์ และการออกแบบ (Design) จ านวน 15 งาน คิดเป็น 2.3 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
 จากนั้ นผู ้วิจ ัยจึงท าการศึกษาสาเหตุท่ีท าไม่ได้ โดยใช้ทฤษฎี Why-Why Analysis ในการ
วเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง ดงัภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.6 ผงัแสดงการวเิคราะห์ปัญหาท าไมไม่มีวตัถุดิบ (Material) 
 
 จากภาพท่ี 4.6 สามารถสรุปขอ้มูลของปัญหาไดด้งัน้ี 
 1) ไม่ได้ลงทะเบียนรับรองความปลอดภัย  (Underwriters Laboratories : UL) วตัถุดิบท่ีจะ
น ามาใช้งานต้องมีการลงทะเบียนการรับรองความปลอดภัย  (Underwriters Laboratories : UL) ก่อน จึงจะ
สามารถน าไปใชไ้ด ้อีกทั้งยงัมีค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนดว้ย 
 2) ไม่ไดท้ดสอบ เน่ืองจากยงัไม่มีการน าวตัถุดิบมาทดสอบ ท าใหไ้ม่สามารถรู้ผลดีและเสียของ
วตัถุดิบ ซ่ึงถา้หากจะทดสอบวตัถุดิบ จะตอ้งใชเ้วลาในการทดสอบนาน 
 3) ไม่ไดศึ้กษาวตัถุดิบ เน่ืองจากยงัไม่มีการน าวตัถุดิบมาทดสอบ ท าใหไ้ม่ทราบคุณสมบติัท่ีแน่
ชัดว่ามีผลเป็นอย่างไรบา้ง เพราะผลจากการทดสอบ อาจจะไม่ตรงกบัคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีผูผ้ลิตได้ให้
รายละเอียดไว ้
 4) ค่าจดัส่งสูง โรงงานของผูผ้ลิตบางรายอยูไ่กลจากบริษทั ท าใหต้น้ทุนในการขนส่งสูงและใช้
เวลาในการจดัส่งนาน 
 5) ไม่คุม้ค่าในการจดัเก็บ การสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมาณมากๆ จะท าให้ตน้ทุนของวตัถุดิบต ่า ซ่ึง
ผูผ้ลิตบางรายมีขอ้ก าหนดในการสั่งซ้ือ คือมียอดการสั่งซ้ือขั้นต ่าตามท่ีก าหนด ถา้ไม่ซ้ือในปริมาณท่ีก าหนดก็จะ
ไม่ขายให้ ซ่ึงถ้าหากซ้ือมาในปริมาณมาก จะต้องมีการค านวณปริมาณการใช้งาน ว่าสามารถใช้ทนัก่อนท่ี
วตัถุดิบจะหมดอายหุรือไม่ และการเก็บวตัถุดิบไวเ้ป็นเวลานาน จะท าใหต้น้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัสูง 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 จากขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีไดท้  าการหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท าไมท าลายวงจรไม่ได้ 
พบวา่ปัญหาคือ เคร่ืองจกัรกระบวนการ dry film มีประสิทธิภาพต ่า ซ่ึงกระบวนการน้ีมีเคร่ืองจกัรอยูท่ี่ใชง้านอยู่
หลายประเภท แต่มีเพียง 1 ประเภทท่ีมีผลกบัแบบแผน่พิมพว์งจรอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ Exposure machine ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยการซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีความสามารถในการผลิตท่ีดีกวา่ และ
สามารถรองรับเทคโนโลยใีหม่ๆ ได ้ดงัภาพท่ี 4.7 และตารางท่ี 4.4 

 
 

ภาพท่ี 4.7 Exposure machine รุ่น Ledex-3500 
 
ตารางท่ี 4.4 Specification ของ Exposure machine รุ่น Ledex-3500 

Item Specification 
Throughput 2.5 - 3 panels/min 
Panel size 254mm×305mm - 558mm×635mm (Standard) / 

610×712mm (Increase) 
Thickness 0.1mm - 2.0mm 
Warp and Twist Max 5 mm 
Alignment Precision ≤ 12.5µm 
Resolution line/space 50 µm / 50 µm 

ท่ีมา: http://www.cbtech.com.tw/en/product.php?id=97 
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สรุปผลการศึกษา 
 หลงัจากการปรับปรุง โดยการซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีความสามารถในการผลิตท่ีดีกวา่ เพื่อแกปั้ญหา
งานท่ีสามารถท าได้ แต่ต้องมีการขอแก้ไขแบบแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า (Condition) ท าให้
สามารถรับผลิตงานจากลูกคา้ไดม้ากข้ึน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์โดยประเมินจากจ านวนงานท่ีตอ้งขอแกไ้ขลาย
วงจร (Circuit) เทียบกับจ านวนงานทั้งหมดท่ีได้รับจากลูกค้า ดังนั้นแนวทางการปรับปรุงท่ีผูว้ิจยัได้น ามา
ปรับปรุง ท าใหส้ามารถรับผลิตงานจากลูกคา้ไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงัสามารถรองรับเทคโนโลยใีหม่ๆ ไดอี้กดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้จิยัพบวา่ปัญหาอีกอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งแกไ้ข คืองานท่ีไม่สามารถท าได ้(Reject) ซ่ึงมีจ านวน 642 งาน 
คิดเป็น 40.97 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาจากงานท่ีสามารถท าได้ แต่ต้องมีการขอแก้ไขแบบแผ่นพิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ของลูกคา้ (Condition) โดยสามารถแก้ไขได้ทั้งวตัถุดิบ (Material) วิธีการท างาน (Instruction) 
เคร่ืองจกัร (Machine) และการออกแบบ (Design) 
 ผูว้จิยัจึงขอแนะน าวา่ใหแ้กไ้ขท่ีปัญหาของวตัถุดิบ มีจ านวน 478 งาน คิดเป็น 74.5 เปอร์เซ็นต ์
 ทั้งน้ีการแก้ไขปัญหาบางประเภทมีผลต่อต้นทุนการผลิต ควรจะค านึงถึงราคาขายและยอดขาย 
(Forecast) ดว้ย วา่งานแต่ละงานตอ้งมีค่าตน้ทุนการผลิตเท่าไร 
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